© BUNDESREPUB 
DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



® 
® 



® 
® 
® 



Offenlegungssqfeift 

DE 197 09 985 A1 



Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 

Offenlegungstag: 



197 09 985.8 
11. 3.97 
17, 9.98 



© Int. CI. 6 : ' 

G 06 K 19/077 

H01 L 23/04 
H 01 L 21/52 
H 05 K 1/18 
H 05 K 13/04 
H 05 K 3/32 



m 
oo 
o 

o> 
o 

o 



LU 

Q 



@ Anmelder: 


Qp Erfinder: 


PAV Card GmbH, 22952 Liitjensee, DE 


Wilm, Robert, 22929 Kasseburg, DE 


® Vertreter: 


® Entgegenhaltungen: 


Meissner, Bolte & Partner, 80538 Munchen 


DE 196 10 044 A1 




DE 1 95 00 925 A1 




DE 16 09 149 A1 




US 55 98 032 




WO 96 18 974 A1 



m 
oo 
o> 

O) 

o 

CD 



Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Chipkarte, Verbindungsanordnung und Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte 

(57) Die Erfindung betrifft eine Chipkarte, eine Verbindungs- 
anordnung sowie ein Verfahren zum Herstellen einer 
Chipkarte, wobei ein auf einem Modul befindlicher Hatb- 
leiterchip in eine Ausnehmung eines Kartentragers unter 
Erhalt einer elektrischen und mechanischen Verbindung 
eingesetzt wird. Gemaft einem ersten Aspekt wird bei 
dem Ausfrasen der Ausnehmung ein Abschnitt von Kon- 
taktbumps freigelegt, die eine sichere Verbindung zwi- 
schen Modul und Induktions- Oder Antennenspule er- 
moglichen. GemalS einem zweiten und dritten Aspekt 
werden notwendige elektrische Kontakte durch Loten und 
mechanische Kontakte durch HeiB- oder Schmel2kleber 
realisiert. Dariiber hinaus wird vorgeschlagen, den Kleber 
mit leitfahigen Partikeln zu versehen, wobei der Klebstoff 
bei der Verbindung unter Druck komprimiert wird, so date 
■ sich ein gewunschter etektrischer Kontakt ausbildet. Ge- 
„ maU einem vierten Aspekt wird ein spezieller Verstei- 
fungsrahmen vorgesehen, welcher isolierende Abschnit- 
te aufweist. Der Versteifungsrahmen dient der Erhohung 
der mechanischen Stabilitat und zur Aufnahme von Ver- 
windungskraften und Spannungen, die beim Einsatz der 
Karte entstehen konnen. Gieichzeitg ermogiicht der Ver- 
steifungsrahmen in einfacher Weise eine Kontaktierung 
zu im Inneren der Karte befindlichen Leiterbahnen, z. B. 
fur induktive Elemente, die eine Antenne zur kontaktlosen 
Datenubemagung bilden. 
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Die Erfinduna beirilTi eine Chipkane, cine Verbindungs- 
anordnung und ein Vert'ahren zum Herstellen einer Chip- 
kane. wobei ein aut" einem Modul betindlieher Halbleiter- 5 
chip in einer Ausnehmung eines Kanentragers unicr Erhalt 
einer clekirischcn und niechanischen Verbindung eingesetzt 
wird. 

Chipkanen fur die koniakibehafieie, aber auch kontaki- 
lose. d. h. indukiive Dateniibertragung weisen eincn uiit 10 
deni Kanenkorper verbunden Chipkarten-Modul auf. der ei- 
nen auf einem KunstsiorYtrager befindlichen flalbleiierchip 
umfafii. welcher bei koniakibehafietcn Kanen mil einem 
galvanisch erzeugten Kontaki feld verbunden ist. In einem 
Kartenlcsegerat werden dicse Kon taktfl ache n elekirisch ab- 15 
getasiet. so daB die crforderliche Kommunikation moglich 
wird. 

Bei kontakilos. indukiiv arbeiiendcn Systemen erfolgt die 
Daienubenniiilung durch elektromagneiische Wechselfel- 
dcr. minels wenigsicns einer in der Chipkarie bzw. im Kar- 20 
lentrager angeordneien Induklionsspule otier Anienne. 

Bei sogenannien Kombikarten sind beide erwahnicn Sy- 
sieme in einer Karte vereini. Die Kombikanc vert'iigt dem- 
nach sowohl iiber ein Komaktfeld lur die koniaktbehafteie 
Uberiragung als auch uber einen indukiiv koppelbaren Kon- 2$ 
laki. Iherfur isl es erfordertich. neben den elekirisch leiien- 
den Verbindungen vom Flalbleiierchip /.um System fur die 
koniaktbehafteie Ubertragung auch Verbindungen zum Sy- 
stem fur die induktive Daicniibermiitlung herzusiellen. 

Bei einem bekannten Vert'ahren zur Herstellung einer .to 
Chipkarie. insbesondere soldier, bei der sowohl Miltel zur 
kontakilosen Daienuheriragung als auch die crwiihnie galva- 
nische Koniakiebene vorhanden isl. wird in einen Karien- 
korper ein M(x1ul eingehrachi. welcher einen IC-Chip um- 
ljl.it. .t.s 

Der Modul wird in eine Ausnehmung im Karienkorper 
eingelcgi und miliels Fugen od. dgl. mil dem Karienkorper 
unicr lirhali einer cntspreehenden niechanischen und clek- 
irischcn Vcrhindung laiuinien. 

liinc elekirisch leiiendc Vcrhindung /.wischen Modul und -«> 
Karienkorper b/.w. auf dem Karienkorper helindlichen Kon- 
lakicn. die mil der Induklionsspule in Verbindung siehen. 
koniitit heispielsweise dadurch /.usiande. dati ein ani sol ro- 
per Iciicnder Klebsioff im Bcreich der AnschluUsicllen unit/ 
tnlcr der V'erhindungssiellen des jeweiligen Miliels fur cine 45 
koniakilose Daieniihenragung aufgeiragcn und der Kleb- 
Moft /.umindesi im Bereieh der AnschluLisiellen so weii ver- 
dichiei oder komprimicrt wird. daLi cine elekirisch leiiendc 
llriieke enisichi. 

im 1 allc eines Klehsioffcs mil leiienden Pariikcln l'iihn 5n 
dies also ilazu. ilaLi die Pariikcl im Bercich /.wischen den 
AnschluLisiellen und dem Miuel fur die koniakilose Dalen- 
uberiraguni: sich beriihrcn. uodurch die leiiendc Vcrbin- 
dung rcMihicn. 

Die ho der I Icrsiellung \on ( hipkarien veruendcien Mo- 55 
dulc greilen in der Kegel aui einen Kunstsioffirager zuruck. 
aul' dem lias eingangs eruahnic IC-Chip ggfs. mil IS(>-Kon- 
lakillachcn verschen aneeordnei isl. Das so vurgefertigie 
MtxUil wird mil dem Koricnirager. der/. B. aus Polycarbo- 
nai bcsichcn kann. verbunden. Dieses Verbtnden h/.w. das 60 
liinsci/en des Moduls in den Karienkorper in eine /.. B. ge- 
Iraste Ausnehmung erfolgt Liblicherweise unier Ruckgriff 
auf ein Klebeverfahren bei Verwendung eines IleiB- oder 
Schmel/kiebers. 

In dem I 'allc. wenn die Kombikarlen. die sowohl /.ur kon- 65 
lakilosen als auch /.ur koniakibehafieien Verwendung gecig- 
nei sind. oder koniakilose Kanen hergesielh werden sollcn. 
muLi eine weiicre Koniakiebene mil AnschluBsiellen fiirdic 



Induktionssch|^^P>zw. die Induklionsspule vorgesehen 
sein. 

Es sind Chipkanen bekannt. bei welchen im Kanenkorper 
eine aus Drahi gewickelie Spule vorgesehen isl. deren linde 
mil Anlennenkoniakten des Chips bzw. seines Tragers ver- 
bunden sind. Diese Gesamtanordnung isi im Kanenkorper 
cingegossen. wobei die Hcrstellung lechnologisch sehr auf- 
wendig ist. 

Dariiber hinaus wurden bereiisChipkarten vorgesielll. bei 
welchen die Anienne aus einer Aniennenschichl herausgc- 
iiizt wurde. wobei die Anienne Chipkoniakte aufweisi. wel- 
che uber einen leiienden Kleber mil den Antennenkoniakten 
des Chips bzw. seines Tragers verbunden sind. Bei der Her- 
stellung des Kartenkorpers werden die Chipkoniakte iiber 
eine entsprechende Ausnehmung in einer auf die Aniennen- 
schichl aufgebrachten Deckschicht freigelassen, was die 
Herstellung ebenfalls aufwendig machi. 

Bei erhabenen AnschluBsiellen. die sich auf der Oberfla- 
che des Moduts und/oder auf der Oberflache oder an den 
Seitenfiachen der Ausnehmung des Kanentragers behnden. 
kann eine Verklehung von Modul- und Kartenirager miticls 
der Hersieliung der elekirisch leiienden Verbindung in ei- 
nem cinzigen Arbeitsgang durchgefuhri werden. 

lis hai sich jedoch gezeigi, dati das erforderliche Tempe- 
ratur- und Zeitregime zur Herstellung zuverliissigcr sowohl 
elekirischer als auch mechanischer Verbindungen engen To- 
leranzen unierliegi. so daB bei nicht opiimalen Verfahrens- 
parameiern die Langzeiisiabilitat derart hergcsiellter Karten 
reduziert ist. und daB es aufgrund der Abmessungen und der 
plastischen liigenschaficn des Moduls sowie des Kartentra- 
gers zu Verwindungen und Verspannungen in der Kane mil 
der I'olgc von Koniakisiorungen und damit geringercr Zu- 
verlassigkeii koinim. 

lis isi daher Aufgabe der lirlindung. eine Chipkane. ein 
Verfahren zur Herstellung einer Chipkarie sowie eine Ver- 
hindungsanordnung fur ein ticrariigcs Ilersiellungsverfah- 
rcn an/.ugeben. mil welchem ein aul" einem Modul betindli- 
cher Halbleiterchipin eine Ausnehmung eines Karieniragcrs 
sowohl elekirisch als auch mcchanisch mil holier Zuverliis- 
sigkeit und Vcrwinilungssieife kontakiieri werden kann. wo- 
bei die resuliierende (iesamianordnung unier alien Umstiin- 
den eine hohe I.angzeiistabiiitai und ausreichende /uverliis- 
sigkcii der so geschaflenen Chipkane gcwiihrleisici. 

Die I.osung tier Aufgabe der lirlimtung erfolgt mil einer 
Chipkarie. einer Vcrbindungsanortinung bzw. Herslellungs- 
verfahren. wic sic im ein/.clnen in den unabhiingigen Paieni- 
anspriichen detinicn sind. 

(iematS einem ersten Aspekt der lirlindung wird eine An- 
iennenschichl zunachsi vollsiandig in das Kanenmaierial 
eingehaui. wobei die Chipkoniakie aber derart verdickle Ab- 
schniitc aul weisen. daLi bei dem zur Herstellung von bisher 
iihlichen Chipkanen ebenfalls ublichen Ausfrasen der Aus- 
nehmung fur den Chip und scinen Triiger "leile der vcrdick- 
len Ahschniiie ahgefrast und dadurch Chipkoniaktlliichen 
gcschalfen werden. die dann mil den Aniennenkontakien 
des Chips b/.w. seines Tragers leiehl vcrbindbar sind. 

Die verdickicn Ahschniiie konnen auf verschiedene 
Weise hergesielh werden. lis isi heispielsweise moglich. ei- 
nen selekiiven Aufirag von Material in galvanischen Biidem 
zu crzeugen. Vbr/ugsweisc werden die verdickicn Ah- 
schniiie jedoch aus Lot. insbesondere aus Weichloi gebildei. 
Dies kann heispielsweise in der ublichen An und Weise ge- 
schehen. die beim Verzinnen von gedruckten Schaltungen 
angewendei wird. also z. B. durch Fiihren der Aniennen- 
schichl iiber einen Loischwall bzw. eine Schwallbadlotein- 
richiung. wobei dann nur die Kontakte unabgedeckt sind. 
Bei einer anderen Ausfiihrungsforni der Erfindung werden 
die Chipkoniakte miliels bekannier Loi- bzw. Bondmaschi- 
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nen bearbeiiet, wobei man ggis^Gch cinen kurzen Draht in- 
nerhalb cles Lbi-"Hugels" siehen laBt. der bci der spaicren 
Verbindung mit den Antennenkontakien eines Chips bzw. 
dessen Triigers von Voneil sein kann. Wesemlich isi hier le- 
dielich. daB die Verdickung so hinreichend siark isi. daB 5 
beim spateren Ausfrasen der Aufnahmeveniefung lur den 
('hip bzw. dessen Trager iroiz ausreichender Frlistoleranz 
die Chipkontakte sicher freigelegt bzw. gebildet werden 
konnen. Wcnn man hierbei davon ausgeht. daB die Anien- 
nenschichi eine Tragerdicke von ctwa 200 um ur >d eine io 
Kupferschicht von etwa 35 um aufweist. so ware dtese Kup- 
ferschichidicke bei den vorgegebenen Frasioleranzen von 
eiwa 20 bis 30 pm nicht einwandfrei und sicher freizulegen. 
Wenn man jedoch eine Verdickung von 100 bis 200 um 
durch Loi-Aufirag vorsiehi und einen deranigen Bump bil- t5 
deu so ist es leicht ersichtlich. daB dann ein sichercs AntVa- 
sen iroiz der vorgegebenen Toleranzen moglich isi und da- 
bei gleichzeitig sichergestelli wird. daB die sehr diinnc Kup- 
ferbeschichiung der Aniennenschichi nichi beschadigt odcr 
verletzi wird. 20 

Es war zwar bisher ublich. derariige Aniennenschichien 
mil ihrcm auf der Oberflache liegenden Relief aus gealzien 
Leiterbahnen in Kartenmaterial einzubetten. DaB der nun- 
niehr beschriitene Weg taisiichlich zum Ertblg fiihrt undder- 
ania starke Verdickungen von 100 bis 200 uni ohne weiieres 25 
in die Nonn-Karten mit einer (jesamtdicke von 760 urn ± 
80 Mm einbetibar sind, ist ausgesprochen uberraschend. 

Die Anicnnenkontakle konnen mil den Chipkarien durch 
eine Vielzahl von elektrischcn Verbindungsvorgangen ver- 
bunden werden. was spater niiher erlauiert wird. lis sci hier JO 
beispielsweise an SchweiBen oderKleben mittels elektrisch 
leiiender Kleber erinnen. Vorzugsweise geschieht die Ver- 
bindunt: jedoch durch Ldien. was icchnologisch eint'ach zu 
handhahen ist und dabei gleichzeitig besonders haltbarc 
Verbindumien lictcn. Dies gill insbesonderc dann. wenn die 
Fertiguncen der C'hipkonlakie aus Wcichloi besichen. 

Besonders "iinsiig fur den Anwender oder auch den pro- 
i-ranunierenden llersleller der Chipkarte isi die Anordnung 
dann. wenn der Chip b/w. sein Trager aul' seiner der Anien- 
nenschichi abgewandien Seite zusalzlich Kontakic zum di- 40 
rekien (koniaktbehai'teien) AnschlieBen aut'weisl. Mine der- 
ari ausgehildele Kane, die sowohl koniaktlos als auch kon- 
lukihehufiei benui/.bar isi. kann beispielsweise beim ller- 
sicller iiher den dirckicn. kontakthehalleten Zugang pro- 
uranunien und dann vom Benuizer auch nur noch konlaki- 45 
los verwendei werden. 

Vorzugsweise umfaBi der Karlenkorper gemaB dent er- 
sien Aspeki der Frlindune niindesiens /.wei Decksehichien. 
zwisehen denen die Aniennenschichi einlaminien isi. Die 
Dcckschichi. welche aul" der Seiie der Chipkontakie liegi. so 
niinmi die Verdickungen gleieh/.eilig auf. Selbsi dann. wenn 
sieh die Verdickung aut der KarlenauBenseite nach dem Xu- 
saumtenbminicren ab/.cichnei. was bei einer t'eriigen Karie 
nichi opiinial ware, isi dies unschiidlich. da genau der Be- 
rcich. in welchcm die Chipkoniukie liegen. spiiicr abgetVusi >> 
wird. 

Bei einer demenisprechenden Ausliihrungstonn der kr- 
lindung weisi tier Chip einen Trager mil karlenauBenseiiigen 
Koniakillachcn aul". wobci die Aniennenkoniakic von 
Durehkoniakiicrungsabsehniiien (/.. B. Bohrungen mil eni- 60 
sprechenden yalvanischen Meiallaufiragen im Bohrloch) 
cebildei sind/ welche ein isolierendes Tragcrmaierial zum 
llalien der Koniakillachen durchqueren. Deranige Kanen 
konnen auch in komakibehaftcicn Systemen Verwendung 
linden. 

Bei einer weiteren Ausfiihrungsform gemaB dem ersten 
Aspeki der HrJindung isi der Chip auf einem Trager mil kar- 
leninnenseiiigen Kontakiflachen angebracht. so daB die An- 



iennenkontakte dirlVfuf den Chipkoniakien zu licgen 
kommen. Urn nun ein Verloien der Kontakte miteinander zu 
ermoglichen. isi es von Voneil. wenn das Tragerm ale rial fUr 
die KontaktHachen des Chips in den Aniennenkoniakiberei- 
chen fortgenommen ist. so daB nach auBen gcoffneie Berei- 
che uber den Ruckseiien der Aniennenkontakte liegen. Da- 
durch sind die Koniakttlachen von auBen zugiinglich. urn 
Werkzeuge. insbesondere solche zum Erwarmcn auf die An- 
lennenkontaktruckseiien drucken zu konnen. Es ist auch 
moglich. mittels Infraroisirahlung, insbesondere durch ei- 
nen Laser, die Kontakiflachen zum Zweck des Lbtens zu er- 
warmen. 

Bei einem wie oben erlautenen beidseiiig beschichtcien 
Trager fur den Chip kann wieder ein kontaktloses ebenso 
wie ein koniaktbehafieies Zusatzgerai verwendei werden. 
urn die Kane zu programniieren bzw. in Benutzung zu neh- 
men. Auch in diesem Fall isi jedoch wichiig. daB im Bercich 
der Aniennenkontakte eine Warineubertragung zum Verlo- 
ien der Aniennenkontakte mit den Chipkoniakien stattfinden 
kann. Hierzu sind wieder Otlnungen itn Trager bzw. in den 
auf ihm angebrachten Kontaktftiichen im Bereich der Chip- 
karte vorgesehen. 

Das ertindungsgemaBe Verfahren zum Herstellen einer 
Chipkarte gemaB dem ersien Aspekt der Erlindung umfaBt 
die folgenden Schriite: 

Auf eine Aniennenschichi wird eine Antenne mil Chipkon- 
iakien zum AnschluB eines Chips gebildet. Es sei hierbei be- 
lont. daB unterdem Begriff "Anienne" eine Vielzahl von sol- 
chen Strukturen zu verstehen isi. welche zur Bildung von 
Zusaizfunktionen moglich sind, die erganzend zu denen des 
Chips gewunschi werden und die mil dem Chip uber dessen 
Trager verbunden werden niusscn. 

In einem nachsten Schrilt werden auf den Chipkoniakien 
verdickie Abschniue gebildet. Dies kann durch alle mogli- 
chen elcklrochemischen Verfahren. durch Aul'lragsschwei- 
Ben odcr auch durch den Aufirag von leiiendcn KunststotVen 
iieschehcn. 

In einem nachsten Schriu wird ein Kartenkorper derart 
gebildel. daB die Aniennenschichi und die Chipkontakte 
cinschlieBtich der vcrdickten Abschniue von Kancnmaterial 
bedeckt sind und mil diesem lest verbunden werden. 

Im Karlenkorper wird eine Ausnehmung deran gebildel, 
daB die verdickien Abschniue niindesiens leilweise abgeira- 
gen und dadurch freigelegi werden. 

Hin Chip, umfassend einen Trager mil Anlennenkoniak- 
len zur Verbindung der Trager-Leilcrstruklurcn mil der An- 
ienne wird in die Ausnehmung eingeseizt. 

Die Aniennenkonlakie werden mit den Chipkoniakien 
verbunden. 

Das Bilden der Anienne aus der Aniennenschichi ge- 
schieht vorzugsweise in einem Aiz- oder Schneidvorgang. 

Das Aufiragen von Material auf die Chipkoniakie wird 
vorzugsweise in einem l.oivorgang auf an sich bekannie 
Weise vorgenommcn. 

Die Bildung ties Kartenkorpers geschieht vorzugsweise 
ininels eines l.aminierungsvorgangs. wobci die Aniennen- 
schichi zwisehen zwei Decksehichien einlaminien wird. 
Unter Deckschicht ist hierbei naiiirlich keine absolui homo- 
gene Strukiur zu verstehen. da deranige Schichten wie- 
derum meist einen mehrschichiigen Aufbau haben. wobei 
beispielsweise ein Aufdruck durch eine klare Deckschicht 
abgedeckt isi. oder zur Verbindung mil darunterliegenden 
Schichten eine auf zulaminierende Schicht besondere Vcr- 
bindungs- oder Klebeschichten umfaBt. 

Die Ausnehmung in der Kane wird in an sich bekannter 
Weise vorzugsweise durch Frasen gebildet. In die so ent- 
standene Ausnehmung wird der Chip samt seinem Trager 
eingesetzi und vorzugsweise verklebt. und zwar mittels ei- 
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nes Schmelzklebers. De^^^ad hierfur licgl insbesondere 
darin. daB beim nachfolg^^n Verloten der Antennenkon- 
lakte mil den Chipkontakien cinen Hohenschwund durch 
tlieBendes Loimaterial an den Komakien aufirin. der bei der 
Verwendung von bekannien Cyan-Acrylaiktebern nur 5 
schwer zu kompensieren. bei Verwendung von Schweifikle- 
bem aber leichi. ggt's. auch nachiraglich durch emeutes Auf- 
wamien ausgleichbar ist. 

Die Wanue zuni Verloten kann durch ein von auBen auf- 
gesetztes Lbiwerkzcug, also durch Warnieleiiung aufge- to 
bracht werden. Bei einer weiieren Ausfuhrungsform des 
Vert'ahrens basierend auf deni ersten Aspeki der Erfindung 
wird die Wanite durch Sirahlung. insbesondere durch Strah- 
lung eines FR-Lasers zugefiihn. Es isi naiurlich ebenso mog- 
lich. die Wanue uber Ultraschall. also quasi uber Rcibungs- 15 
warnie bereitzustellen. 

GemaB einem zweiien Aspekt der Erfindung wird eine 
Chipkane tur die kontaktlose und/oder kontakibehafiele Da- 
leniibenragung angegeben. welche einen Halblcitcrchip und 
Kontaklfiachen fur die koniaktbehafteie Datenuberlragung 20 
und daneben AnschluBstellen und wenigstens ein Miuel fur 
die koniakilose Datenuberlragung. das in der Reget eine In- 
dukiionsspule ist, unifaBt. Die erfindungsgentaBe Chipkane 
gemaB deni zweiten Aspekt der Erfindung zeichnei sich da- 
durch aus. daB die elekirisch leiienden Verbindungen zwi- :s 
schen den AnschluBsiellen und deni Mine! fur die koniaki- 
lose Daienubenragung auch miiieis Loien hergesielli isi. 
wobei die mechanische Verbindung durch HeiB- odcr 
Sehmel/.kleben. aber auch durch Loiung. erfolgen kann. 

/wcckmaBig weisi gemaB dem zweiien Aspeki der Hrfin- 30 
dung der eingeset/.ie HeiB- oder Schmelzkleber panielle 
elekirisch leitfahigc. und auch loifahige Panikel auf. Beson- 
ders hevor/.ugi werden diese elekirisch leiienden. lotfahigen 
Panikel hereiis bei der Priiparaiion des Klebcrs auf einer 
Tragerfolie zugcsctzi b/.w. aufgebracht. .*5 

< iroBe und Menge der absehnitiwcise dent Klebsioff zu- 
gesei/ien Eoipartikel richiei sich nach der Koniaktausbil- 
dung b/.w. der Koniakillachen der Chipkane. Der Durch- 
incsscr einer zwischen vorgesehencn Koniakillachen und 
auf einem HeiB- oder Schmelzkleber belindlichen Lolkugel 40 
licgl beispielsweise iin Bereich zwi schen 15 und 25 um. 

Die Menge der leiienden Panikel wird zweckmaBig so 
gowahlt. daB zwischen den AnschluBstellen und dem Mind 
/ur koniakllosen Daienuberlragung genugend Panikel zu 
liegen konimen. um eine ausrviehende elekirische Vcrbin- 45 
dung durch I.oicn auf/.ubauen. 

GeinaB dem erlindungsgemaBen Vcrfahren nach dem 
zweiien Aspeki der Erfindung kontmi die elekirisch leilende 
Vcrbimlung dadurch zusiande. daB der auf der Tragerfolie 
helindiichc KlchsiolV zumindesi im Bereich der AnschluB- 
siellen unilAxlcr der Verbindungssiellen des Minels fur die 
koniakilose Daieniibertragung leillahice Panikel oder 
Schichien aufweisi. die eine elekirisch leilende Briicke zwi- 
^hcu den AnschluBsiellen und dem Miuel zur koniakllosen 
Daienubenragung durch T.oien hilden konnen. 

Bei tier Ilcrstcllung von Chipkanen wird uberwiegend so 
vorgegangen. daB zuniichsi ein Modul hergcsiclli wird. der 
einen KunsisiolViniger umfaBi. auf dem ein ITalbleiicrchip 
angeordnei isi. Der Modul wird dann mil dem Kartenirager 
aus Kunsisiolf. /.. B. Polvearhonat vcrbunricn. Ublicher- ft) 
weise wird der Modul in eine in den Karienkorpcr gefraste 
Kaviiui impluniien, wie dies hereiis erlautert wurde. 

Besondcrs bevorzugi erlolgi die Hersicllung der erfin- 
dungsgemaBen Chipkanen unter Verwendung der heschrie- 
benen. hereiis bekannten Komponenlcn und Vert'ahrens- 65 
schriite. /wcckinaBig vcrwendci die Erfindung nach dent 
zweiien Aspeki also einen ublichen Modul. dem jedoch eine 
Kontaktebene mil den AnschluBsiellen fur das Miuel zur 



koniakllosen j^^Kbertragung hinzugefugi wird. In der 
Regel wird de^^Rul mil zwei weiieren AnschluBstellen 
erganzt. die aut' iibliche Weise mil dem ITalbleiicrchip ver- 
bunden werden. 

Besonders bevorzugi sind die AnschluBsiellen erhaben 
auf einer Oberflache des Moduliriigers vorzugsweise der 
Seite. die den Halbleiierchip tragi. ausgcbildeL Die Hohe 
der AnschluBsiellen nach dem zweiten Aspekt der Erfin- 
dung richiei sich nach Art und Abnicssungen der Kane und 
kann beispielsweise zwischen 1 und 20 um beiragen. Bevor- 
zugi bestehen die AnschluBstellen aus Meiall und werden 
auf an sich bekannie Weise. z. B. durch Aufkleben. Auf- 
drucken. Aufdampfen. Galvanisieren oder ahnliches herge- 
steltt. Besonders bevorzugi wird die zusatzliche AnschluB- 
ebene hergestellt. indem ein Sireifen aus Metall auf den Mo- 
dulirager laniinien und anschlicBend strukturiert wird. Lage 
und GroBe richtet sich nach GroBe und Lage des Miitels fUr 
die kontaktlose Datenubennittlung und speziell dessen Ver- 
bindungssiellen. 

Das Mine! fur die kontaktlose Dalenuberniilllung, vor- 
zugsweise eine Induklionsspule oder Anlenne, ist in zweck- 
rnaBiger Weise in den Kartenkorper integriert oder auf die- 
seni angeordnei. wobei die Verbindungssiellen zu den An- 
schluBsiellen freiliegen. Beispielsweise konnen im Fall ei- 
ner in den Kartenkorper integrierten Kupferdrahtspule Ver- 
bindungssiellen beim Frasen der Kavitai mil freigelegt wer- 
den. Bei einer derartigen Anordnung ist es mbglich, die Ver- 
klebung von Modul und Kancntragcr gleichzcitig mil der 
Hcrstellung der elekirisch leiienden Verbindung zwischen 
dem Millet fur die koniakilose Datenuberlragung und den 
AnschluBsiellen des Moduls durchzufiihren. Hierfur kann 
ein spezieller Slempel eingesetzt werden. welcher sowohl 
Druckkrafie als auch Wanneenergie zum Hersiellen der 
Klebe- und Loivcrbindung bereiisielli. 

Umdas bekannie iibliche Hotmeli-Verfahren einselzen zu 
konnen. wird der KlchsiolV. wie erlautert. mit leii- und Idifa- 
higen Pariikeln in vorbesiimmien Kontaktabschniitcn verse- 
hen. Die Hcrsiellung der mechanischen Klcbevcrbindung 
gemaB dem zweiten Aspeki der Erfindung ert'olgt dann in an 
sich bekannier Weise. wobei die elekirische Verbindung der 
Koniakic durch gezieltes Einbringen oder Aufhringen von 
Wiinne mindesiens in oder auf die Bereichc der Kontaklab- 
schnine realisien wird. 

GemaB einem driiten Aspeki der Erfindung licgl ein vcr- 
I'ahrensgeniaBer Grundgedanke darin. zur Hcrstellung einer 
elckirischen und mechanischen Verbindung eines in einer 
Ausnchniung eines Kaneniriigers einer Chipkane eingeseiz- 
len Moduls auf eine aut' einem folienariigcn Triiger helindii- 
chc. niehi leilende HeiB- oder Schmelzklehcrschiehl zuriick- 
zugreifen. wobei diese HeiB- oder Schmelzkleberschiehl im 
Bereich aus zubildender elckirischer Koniakic zwischen 
Modul und Kaneniriiger mit einer zusaizlichen leiifahigen 
Schichi odcr mit leiifahigen Panikeln zu versehen isi. Diese 
/.usai/.liche leiifahigc Schicht cxler die leiifahigen Panikel 
konnen durch J.ochung der HeiB- oder Schmelzklehcr- 
schiehl mit anschlicBendem Verfullcn unter Ruckgrilf auf 
leiifiihiges Maierial ausgebildcl werden. 

Die gemaB dem drillen Aspeki der Erfindung so vorberci- 
tete HeiB- oder Schmelzkleberschichl mil leiifahigen Ab- 
schniiien wird dann am Modul oder in der Ausnehniung des 
Karieniragers vorfixien. Dieses Fixieren ert'olgt so. daB die 
mil der zusaizlichen leiifahigen Schicht oder den leiifahigen 
Panikeln versehenen Abschniite sich zwischen den Kon- 
taklfiachen des Moduls und der Ausnehmung des Kartentra- 
gers befinden. Im AnschluB an dieses Fixieren wird in einem 
einzigen Druck-Temperatur-Einwirkungsschritt sowohl die 
mechanische zwischen , Modul und Kartenirager als auch die 
elekirische Koniaktierung zwischen den sich gegeniiberste- 
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henden Komaktflachen realisTM. GeniaB dcm driiien 
Aspeki dcr Erfindung is( es nichl noiwendig. daB die in dor 
Reeel bezoaen auf die genannie Verbindungsfiache nur klei- 
nen Koniaktflachenabsehnitte wesemlieh zur Klebeverbin- 
dung beiiragen, vielmehr sollen hier opiimiene elekirische 5 
Eigenschafien. wie geringe Leiiungsindukiivitaien oder ein 
geringer Ohergangswidersiand erzielt werden. Durch die an 
sich Ubliehe HeiB- oder Schmelzklebeverbindung wird fur 
eine ausreichende Pressung und Verdichiung der leiifahigen 
Panikcl Sorge geiragen. so daB sich die gewiinschie Kon- io 
takt-Langzeiisiabilitai ergibt. 

In dem Falle. wenn wie ami dritlen Aspeki dcr Erfindung 
erlauien. fur die leiifahigen Panikcl auf eine Eoipaste oder 
eine Lolkugel zuriickgegriffen wird, kann durch defmieries 
Zutuhren von Waniieenergie ini Koniakibereich. wie dies 15 
bereits zum zweiien Aspeki der Erfindung erlauien wurde. 
nach oder wahrend des Verklebens des Moduls iin Kartcn- 
trager ein Loten crfolgcn. wodurch eine weitere Erhohung 
der Konlakisicherheit gegeben isi. Die Loisicllc wird in dic- 
seni Fall von meehanischen Spannungen. Scher- oder son- 20 
siieen Kraft cn freigehalten. da dicse auch im lautenden Ein- 
satz der Kane von der Klebeverbindung groBflachig aufge- 
noinnien werden konnen. 

GeniaB einem weiteren Grundgcdanken nach dcm dritlen 
Aspeki der Erfindung kann je nach Maierial des Kartenlra- 25 
gers oder des ModuLs ein geeignetcr vorkonlekiionicrter 
HeiB- oder Sehniel/.klcber ausgewahli und hinsichilich 
Sehichulicke und Auswahl der leiifahigen Pariikel fur den 
icweiliccn Einsai/.fall individuell priiparien und dainit opti- 
mien werden. 

Die leiifahigen Panikcl oder die leiilahigc Schichi sind 
uul die lleili-oder Sehiuel/.kleberiolie beispielsweise mii- 
icls eines Dispensers, einer Wulze otter eineni Sieinpel lokal 
aufbringhar. wohei wenn erforderiich auf eine Maske zu- 
ruckeegrillcn werden kann. so daB sich die Reproduzicrbar- -«5 
ken beim Aufhringen leiifahiger Beschichiungen erhohi. Im 
1 .il!c .les oberllachenseitigcn Aufbringens einer leiifahigen 
Schichi «vicr von leiifahigen Panikeln wird in einer Ausluh- 
rungstorm nach dem driiien Aspeki der Erfindung die so 
jiil'jehraehie Schicht kur/zeiiig einer ihennischen Behand- M 
hmn juseeseizi. so daB ein gewisses Anschniei/.en der je- 
wciheen " Panikcl und damii Ilaftcn und Verbinden mil dcm 
IIciL'.kleber b/w. dcm Sehmel/kleber die l'olge isi. Durch 
dioc Matin ahnie wird sichergesielli. daB beim nachfolgen- 
den Handling die leiilahigc Schichi b/w. das leiilahigc Ma- J5 
icnal \<*r iinerwunschiem Abirag geschui/.i isi. 

In dem 1-alle. wenn die 1 lei Li- oder Schmel/.kleherschiehi 
AiiMiehuiuneen oder I.ochungen aulweisi. die mil leiilahi- 
-cn 1'jrnkcln wie I.dikugeln oder I.oipasie verfulli werden. 
kjnn .mi uMichc und bcwahrie Eoimiitel zuruckgegriifen *> 
werden. Die Dosierung dcr Mcngc ein/.ubringender Panikcl 
in .lie \usnehniungcn ^Icr I.ochungen isi unkriiisch. da 
M.iicn.ilubcrvchul> bci l.oien und/oder Anpressen und 
-Icuh/ciiiL'ciu Vcrklehen in die Klcbcrschichi hincin vcr- 
dr.mj! werden k.mn. "line d.il.; die Koniakisicherheii insge- 
s.jtiii becinirachngi «. ird. 

|).in erimdLingMiemaBc Verhindungsmiiiel nach dem drit- 
icn Ax|vki /ur burchluhnme des gcsehilderien Verfahrens 
hesielu aii^ einer aul einer I'r jgerfolie belindlichen. nichilei- 
tenden HeiB- .vlcr Schnicl/.kleberschicht. wclche im Be- «> 
reich her/usicllendcr elckirischer Koniakie Abschniiie mil 
leiifahigen Panikeln ivler einer leiifahigen Schichi aufweist. 

Dicse Abschniiie konnen aus mil I.oipaste oder Eeilkle- 
ber verfiillicn Ausnehniungen oiler I.ochungen besiehen. 

In einer Ausgesialtung des Vcrhindungsmiticls bclinden 65 
sich die leiifahigen Abschniiie im Inneren einer HeiB- oder 
Schmclzklcbersehichl. wohei diese bei der Moniage miucls 
Druek-Tctuperaiur-Einwirkung verdrangl wird und erha- 
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bene Kontaktfliiche^^^Wirkverbindung mil der inneren 
leiifahigen Schichi bzw. den inneren leiifahigen Abschniilen 
ireten. 

GemaB dem dritlen Aspeki der Erfindung gclingi es. ein 
Verfahren und ein Verbindungsmiiiel zur Hersiellung einer 
elektrischen und mechanischen Verbindung eines in einer 
Ausnehniung eines Kartentriigers einer C'hipkarte eingeseiz- 
icn Moduls anzugeben. wobei einerseiis auf bekannte HciB- 
oder Schmelzkleber zuruckgegriflen werden kann und ande- 
rerseiis sowohl qualiiativ hochwertige elekirische Koniakte 
bzw. elekirische Verbindungen realisien werden konnen und 
die geforderte mechanische Festigkeii des Moduls im Kar- 
lentrager gegeben isi. ohne daB im lautenden Betrieb nach- 
leilige Scher- oder sonsiige Krafic auf die Kontakibereiehe 
einwirken. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren geniaB dem dritlen 
Aspeki isi insbesondere fur kontakllose Chipkarlen oder 
auch Konibikarten geeignet. bei welchen sowohl mecha- 
nisch kontakiierbare Kontakiflachen als auch indukiive 
Komponenien-vorhanden sind. Durch die Verwendung dcr 
erfindungsgemaB modiftzierten HciB- oder Schmelzklcber- 
folien konnen die Kosten bei der Kanenhersiellung gesenkt 
werden. daes nichl mehr noiwendig isi. auf kosteniniensive 
anisoirop leitende Klebsioffe zuruckzugreifen. die im ubri- 
gen zum Verkleben der Module mil dem Kanenirager nur 
sehr bedingi geeignet sind. 

Durch das nur partielie elekirische Verbinden an den je- 
weiligen elektrischen Konlakticrungsslellen verbleibi genu- 
gend Flaehe zur Ausfiihrung der slorTschlussigen Klebever- 
bindung. urn das Modul sicher am Kancntriiger zu befesli- 
gen. 

Unler Beriicksichtigung dcr crwahnien Probleme hin- 
sichilich der Langzciisiabiliiat des Kanentragcrs, wenn die- 
ser Verwindungcn und/oder Vcrspannungen ausgeseizi wird. 
besiehi geniaB einem vienen Aspeki der Erfindung ein ver- 
fahrcnssciiigcr Grundgedanke darin, daB der in die Kanen- 
ausnehmung /.u implaniierende Modul auf seiner Einsatz- 
seile vxler seiner Randseite hin eincn leiifahigen. isolicne 
Abschniiie aufweisenden Versieil'ungsrahnien besiizt. Die- 
ser Versieifungsrahnien weisi Kontaklllachen auf. die beim 
Einsei/.en dcs^Moituls mil in dcr Ausnehniung belindlichen 
Gegenkomakiflaehen eleklrisch in Wirkverbindung trcien. 

Ileim Einsei/en des Moduls mil Halbleiierchip und Ver- 
sieifungsrahnien geniaB dem vienen Aspeki der Ertindung 
in die Ausnehniung des Kaneniriigers erfolgl dies bcispiels- 
weise durch Einpressen. wobei /.usiiizliche siotY- und/oder 
fonuschlussige Verbindungen realisierbar sind. Durch die 
Ausbildung des Moduls mil Versieifungsrahnien. der so- 
wohl mechanische als auch elekirische Funkiionen erfulli. 
kann auf einlache Teehnologien der Verbindung von Modul 
mil dcm Kanenirager. namlich Einpressen oder cine Snap- 
In-Verbindung /.uriickgegril'fen werden. so daB sich insge- 
sumi die Prod'ukiiviiai erhohi. Dcr Versieifungsrahnien fuhn 
/ti einer siahilen Ausbildung des Moduls. wodurch Verwin- 
dungcn und Spannungen beim Betrieb der IC'-Karic aufge- 
nonimen werden konnen. ohne daB unerwunschie Krafic auf 
den Halbleiierchip oiler sonsiige eleklronische liauelemenie 
gclangen. 

Es liegi im Sinne des vienen Aspekies der Erfindung, daB 
dcr Versieifungsrahnien beispielsweise zweiieilig ausgebil- 
dei isi. so daliV.wei eleklrisch isoliene Koniakiflachcn eni- 
siehcn. die mil enisprechenden Gegenkomakiflaehen, die 
beispielsweise mil einer Induklionsschleife oder einer An- 
icnne. die im Kanenirager angeordnei isu in Verbindung sie- 
hcn. zusamnienwirken konnen. 

Die erfindungsgemaBe Verbindungsanordnung nach dem 
vienen Aspekt zur Hersiellung einer Chipkarie gehl von 
dem auf der Einsaizseite des Moduls angeordneien leitfahi- 
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gen. voneinanrier isoliere^^Bbschnittc aufweisenden Ver- 
sieifungsrahmen aus. welfl^^piii Ansehliissen des Halblei- 
ierchip elekirisch verbunden ist. Dieser Versieifungsrahmen 
besitzt Kontaktflachen. die bei spiels we ise im seiitichen 
Randbereich und/oder an der Unterseile betindlich sind. so 5 
daB mil ganz unierschiedlichen Gegenkontakiflachen in der 
Ausnehmung des Kartentragers gearbeitel werden kann. 

Wie erwahni, sind in der Ausnehmung des Kartentragers 
Gegenkoniaktflachen eingefonnt. wobei beini Einsetzen des 
Moduls die Kontaki- und Gegenkoniaktflachen in PreBsitz to 
zueinander gelangen und/oder stoffschlussig oder form- 
schlussig verbunden sind. 

Bei einer spcziellen Ausfuhrungsform des Vcrsteifungs- 
rahmens gemaB dem vienen Aspekt der Erfindung ist dieser 
auBenrandseitig oder mit dem AuBenrand des Moduls ab- is 
schlieBend angeordnet und weist eine im wesentlichen qua- 
dratische oder rechteckige Ausschnittsforin auf. 

Zum Erhali einer Snap-In- Verbindung zwischen Modul 
und Ausnehmung im Kartentrager besilzt der Versleifungs- 
rahmen seidiche Vbrspriinge oder Rastnasen. die mil an den -0 
Scitenwiinden der Ausnehmung befindlichen Ruckspriingen 
zusammenwirken. 

Allcmativ konnen auch die Gegenkontakiflachen in den 
Seitenflaehen der Ausnehmung Vbrspriinge oder Rastnasen 
aufweisen oder derartig ausgebildet scin. und mil entsprc- 25 
ehenden Ausnehmungen im Versieifungsrahmen beim Ein- 
setzen oder Einpressen desselben in den Kanenirager zu- 
sutmnenwirkcn. 

Wie dargelegt, kann erfindungsgemaB die Snap-In- Ver- 
bindung im Bcreich der Konlakt- und Gegenkontakiflachen M) 
ausgebildet sein. jedoch konnen auch andcre Abschniite des 
Versieifungsrahniens hzw. gegenuberliegende Flachen der 
Ausnehmung des Kartentragers umfassen. so daB die ge- 
wunschie Fesiigkeit und Xuverlassigkeit der Verbindung 
zwischen Modul und Kane gewiihricistel ist. .'5 

In einer wciteren Ausluhrungslorm gemaB dem vicrten 
Aspekt der Erlindung weist die Anordnung eincn Verstei- 
lungsrahnien auf. der integral mit cincm Chipirager ausge- 
hilifct ist. uohei die voneinandcr isolierten Konlaktllachen 
des Versieifungsrahniens mil jeweiligen Chipkoniaktcn oder •«) 
Bondlliiehen elekirisch verbunden sind. 

liei dieser Ausluhrungslorm isl es nicht notwendig, eincn 
separaien Versieifungsrahmen zu fenigen. sondcrn es kann 
vom Chipirager und Versieifungsrahmen der einzusctzende 
Modul gehildet werden. welcher an seiner Unterseile den 45 
durch Chip-Bondung belestigten Halbleiierchip triigt. Ilei 
der iet/igenannten Ausfuhrungsfomi kann daher auf einen 
■icpuraien Kunststolf-Modul b/.w. Verdrahtungstrager 1'iir 
den Halbleiierchip ver/ichtei werden. Eine ggfs. notwendig 
u erdende elekirisch AuBcnisolation isl durch Auflanhnieren 5») 
einer fsotaiiimssehicht. zweckmaBigerwcisc iiber die ge- 
sjiiLle Fliichc der Chipkane inoglieh. 

< icimili dem vicrten Aspekt der Erfindung gelingt es. ein 
V'erfahren /um llerstellen einer Chipkane bzw. eine Verhin- 
dungsanortlnung fiir ein deranigen TTerstetlungsverfahren :o 
jn/.Ligehen. mil welchem hzw. mil welcher eine hohc Ver- 
wendungssicitigkeit der Kane insbesondere im Bcreich der 
Ausnehmung /.ur Aufnahmc eines Moduls. enthaltend einen 
Ilulhleiicrchip. crreichi wird. Durch den vorgesehenen Ver- 
sieifungsrahmen. der auch integral mil einent Chipirager GO 
ausgehildei sein kann. isl es moglich. den kompleiten Modul 
in die Ausnehmung einzuprcssen und vorteilhafle form- 
und/oder kraftschlussige Verbindungen zum elektrischcn 
und mechanischen Kontakiicrcn des Moduls im Kanentra- 
ger zu nuizcn. 65 

Selbstversiandlich kann auch cine stotfschlussige. insbe- 
sondere I.oiverbindung. crfolgen. indem Warnteenergie ge- 
zielt unier Nutzung des metallischen Versieifungsrahniens 



den Lot-Verbij^^^siellen zugefiihn wird. I.eiziendlieh 
sind auch anderWWbindungsarten. wie das erwahnie I lei 6- 
oder Schmelzkleben denkbar. 

Es liegt auch im Sinne der Erfindung. die genannien 
Aspekie uniereinander zu kombinieren. 

Die gemaB dem ersten bis vienen Aspekt erlauterte Erfin- 
dung soli anhand von Ausfuhrungsbeispielen sowie unter 
Zuhilfenahnie von Fig. niiher erlauten werden. 
Hierbei zeigen: 

Fig. 1 schematisierte Darstellungen von fiinf Verfahrens- 
schritten gemaB dem ersten Aspekt der Erfindung; 

Fig. 2 bis 4 drei verschiedene Ausfuhrungsformen der 
Chipkane gemaB dem ersten Aspekt im schematischen 
Querschnitt: 

Fig. 5 schentatisch einen Querschnitt durch eine Chip- 
kane gemaB dem zweiten Aspeki der Erfindung im Bercich 
einer elekirisch leitenden Verbindungsstelle zwischen einer 
AnschluBstelle und einem Miticl zur kontakilosen Daien- 
ubertragung; 

Fig. 6 eine schematische Skizze zur Erlauterung des Ver- 
fahrens gemaB dem zweiten Aspeki der Erfindung, namlich 
am Beispiel der Herstellung der elekirisch leitenden Verbin- 
dung. die in Fig. 5 dargestellt ist; 

Fig. 7 einen Schnitt durch einen Hoimelt-Klebsioffilm ge- 
maB dem dritten Aspekt der Erfindung; 

Fig. 8 eine Draufsicht auf einen praparierien Hotmeli- 
Film gemaB dem dritten Aspekt der Erfindung; 

Fig. 9 einen Schniit durch einen Hoimelt-Film mit im In- 
neren befindlichen leitfahigen Partikeln gemaB dem dritten 
Aspekt der Erfindung; 

Fig. 10 eine prinzipielle Schnittdarstellung der Einbaupo- 
sition des Moduls in der Ausnehmung eines Kartentragers 
unter Verwendung des Verbindungsmittels gemaB einem 
Ausfiihrungsbeispiel nach dem dritten Aspekt der Erlin- 
dung; 

Fig. 1 1 cine perspekiivische Darstellung einer Draufsicht 
auf einen Modul mit Halbleiierchip und Versieifungsrahmen 
gemaB dem vienen Aspekt der Erfindung und 

Fig, 12 eine Schnittdarsiellune durch einen Modul liings 
der I.inie A/A aus Fig. 1 1, wobei der Modul berciis in den 
Kanenirager eingeseizt ist. 

Ilinsichtlich der nachfolgendcn ileschreibung von Aus- 
tuhrungsbeispielen sei darauf hingewiescn. daB die in den 
Zeichnungcn dargesielltcn GrbBenverhalinissc nicht den tat- 
siiehlichen Gcgebcnheitcn entsprcchen. insbesondere sind 
die Schichtdicken der leiicndcn Schichten gcgenuber den 
KunststolTschichicn erheblich kleiner oder niedriger. 

In Fig. I isl eine Antennenschichi 10 im Querschniii ge- 
zeigi. die aus einem Trager 11 mil einer daraufliegenden Be- 
schichiung 12 bestehi. Die Schichidicke des Triigers kann 
etwa 200 um. die Beschichtung 12 etwa 35 um < Kupler ) be- 
iragen. 

fn einem ersien Verfahrens schriti wird in an sich hckann- 
icr Weisc durch selektives Alzen ein I.citerhahncnmusler 
gebildei. das gemaB Fig. 1 b Antennenbahnen 13. 14. 15 (an 
sich ist des nur eine einzige. in Fig. lb aber mehnnals gc- 
schniuene Balin) sowie Chipkontakie 20. 21 umfaBl. 

In einem nachstcn Schriti, dessen Ergebnis in Fig. lc ge- 
zeigi ist, werden auf den Chipkoniaktcn 20. 21 Verdickun- 
gen 16. 17 geschalTen. die in dieser Ausfuhrungsfomi der 
Erfindung als Loiauftrag gcbildet sind. Diese Verdickzun- 
gen konnen etwa 100 bis 200 um dick sein. sie sollen jedoch 
in jedem Fall so dick sein, daB die beim nachfolgcnden Ab- 
frasen auftretenden unvenueidlichen Toleranzen in jedem 
Fall sicher aufgefangen werden konnen. 

In einem nachsten Schritt. dessen Ergebnis in Fig. Id ge- 
zeigt ist. wird auf die in Fig. lc gezeigte Gesamt anordnung, 
also die Antennenschichi 10 samt den Verdickungen 16 und 
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17 eine ohere Deckschichi ltfT^Teine unterc Deckschichi 
19 so audaniinien. daB die Aniennenschichi (genial! Fig. Ic) 
vollsiandig eingeschlossen isi. 

In eineni niichsten Schritt. dcsscn Endergcbnis in Fig. le 
gezeigi isi. wird in an sich bekannter Weise cine Ausneh- 
nmng 24 in den Kanenkorper nach Fig. Id gefrasi. Die I-'ra- 
sung ist hierbei derart lief. daB in dem Bereich. in welchem 
der Trager des Chips (hier noch nichi gezeigi) spiiier zu lie- 
gen konimi. die Verdickungen 16 und 17 mil angefrasi b/.w. 
abgefrast werden. so daB sie in einer Bodenfiache der Venie- 
fung 24 freiliegende Zugangstlachen 22. 23 bilden. 

In einem niichsten ScMtt, dessen Endergebnis fur drei 
Alternativen in den Fig. 2 bis 4 gezeigt isi, wird dann ein 
Chip mit Trager 25 eingesetzi. Dieser umfaBt ein IC 26 so- 
wie einen Trager aus eineni Tragcrmatcrial 30 mil AuBen- 
koniakien 33. 34 und innenliegenden Anienncnkonlakien 
31, 32. wobei die AnschluBkoniakte (nichi gezeigi) des IC 
26 uber AnschluBdrahie 28. 29 zu den Aulienkontakten 33. 
34 gefuhrt sind. Der IC 26 isi miisanu Teilen seines Tragers 
niiliels einer VerguBmasse 27 abgedecki. 

Beim Einserzen des Chips mil Trager 25 in die Ausneh- 
niung 24 der Karie wird die Anordnung mittels Schmelzkle- 
ber in der Offnung rixicrt. Dann wird ein Loiwerkzeug aui 
die Aniennenkoniakte 31. 32 aufgesetzi. so daB das in ihnen 
enihallene Lot schniilzi und auch die darunierliegenden Ver- 
dickungen 16. 17. welchc aus Loimalerial gebildct sind, mil 
anschmelzen. Dadurch wird eine durchgehendc Verlbtung 
zwischen den Chipkontakien 20. 21 und den AuBenkoniak- 
ien 33. 34 und iibcr die AnschluBdrahie 28, 29 zuni IC 26 
gesehaffen. Nach dem Lbieri kann eine weiiere endguliige 
I'ixierung durch Aufwannen des Schmelzklebers gesehe- 
hen. 

Die in Fig. 3 gezeigte Ausfuhrungsform der lirfindung 
unicrscheidei sich von der nach Fig. 2 dadurch. daB die An- 
iennenkoniakte 31. 32 als Mciallisietungsschichten ausge- 
hildei sind. die aul dem Tragenuaierial 30 auf der das IC 26 
iru'jcnden llache ausgebildei sind. Bei dieser Ausfiihrungs- 
fonn der lirfindung sind Bohrungen 35. 36 im Tragermate- 
rial 30 vorgesehen. so daB die Verdickungen 16, 17 hzw. der 
don vorgeschene Lbiaufirag von auBen I'rei zugiinglich isi. 
Man kann in diesem l ull durch die Bohrungen 35. 36 einen 
Lasersirahl zur Hrwartiiung aul den Lbiaufirag 16 b/.w. 17 
richien. urn so eine I.biverbindung zwischen den Chipkon- 
lukien 20. 21 und den Anienncnkonlakien 31. 32 herzusiel- 
len. 

Die in Fig. 4 ue/.eigie Variunie unicrscheidei sich von der 
nach Fig. 3 dadurch. daB die Bohrungen 35. 36 nichi durch 
die Anicnnenkoniakie 31. 32 b/.w: die sie bildenden Schich- 
icn hindureh geluhn sind. sondern auf deren Ruckseile en- 
den. Dadurch isi es aber immer noch moglich. die Anicn- 
nenkoniakie 31. 32 durch aulgeseizie Werk/euge oder abcr 
durch Wurmcsirahlung iIR-I.aser) zu erwanuen. so daB cine 
i.oiverbindung /uischen den Anienncnkonlakien 31. 32 und 
den Chipkoniukicn 20. 21 aulgcbaui wird. 

Aus obiger Beschreibung gchi hcrvor. daB auch mehrere 
Merknulc. die in den Ausl uhritngsloniien der Fig. 2 bis 4 
'je/eim sind. mileinander komhinieri werden konnen. Insbe- 
sondere isi die Verwendung \on beidseiiig beschichieien 
Tragennaierialien 30 moglich. lis isi auch moglich. selbsi- 
iragcnde Mciallkontakieinrichiungcn als Chiptrager 25 zu 
verwenden. wie sic an sich hekanni sind. 

Fig. 5 zeigi einen Querschnilt durch eine Chipkarlc 1 im 
Bereich einer eleklrisch leiicmlen Verbindungsslelle zwi- 
schen einer AnschluBsielle 2 und einem Mind 3 zur kon- 
takilosen Daienubenragung. hier einer Indukiionsspule. Die 
Indukiionsspule 3 isi in den Kartenirager 5. der ublicher- 
weise aus KunsisiotV. z. B. Polycarbonal. besiehi. inlegriert. 
Im Bereich der Verbindunussielle isi ein Abschniti der 
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Spule. beispielsweis^^^Ch Frasen der Karieniragerobertla- 
che, freigelcgi. Die eine der beiden in Fig. 5 gezeigien An- 
schluBstellen 2 der Kane zur Spule 3 isi als Metallsireifen 
aul" dem Trager 6 des Moduli, z. B. einer Kunstsioffolie. 
ausgebildei und befindet sich auBerhalb des Bereichs des 
Tragers in dem der Halbleiterchip angeordnei ist. Die elek- 
lrisch leiiende Verbindung wird zwischen AnschluBsielle 2 
und Indukiionsspule 3 minds I.bien in der Klebcrschichi 4 
selektiv eingebrachter Lbtkugeln 8 hergesielli. Im gezeigien 
Fall wird der KlebstoiT im Bereich der gesamten Obertlache 
des Moduls aufgeiragen, wobei zwischen Indukiionsspule 3 
und AnschluBsielle 2 die selekiiv im Klcbstoff befindlichcn 
Icil- und loitahigen Partikel zutu Liegen kommen. 

Wie erwahnt. wird als bevorzugier Klebstoff cin HeiB- 
oder Schmdzklebstoff vcrwendci. Bei Verwendung dcrarti- 
ger KlebsiofTe kann die Verbindung vom Modul mit Kunst- 
stotTtrager 6 und AnschluBsielle 2 zu dem Kanenkorper 5 
bei gleichzeitiger Herstellung der Lbtverbindung minds 
Lbtkugeln 8 zwischen AnschluRsteltc 2 und Indukiionsspule 
3 unter Verwendung des weiiverbrciieten Hotmelt-Verfah- 
rens erfolgcn. wofiirein universeller Ileiz- und Drucksicm- 
pel 9 einsetzbar isi. 

Dies ist schema! isch in Fig. 6 verdeuilichi. wo ein Quer- 
schnilt durch die Chipkarte gemaB Fig. 5 vor Verbindung 
von Modul und Kanenkorper 5 gezeigi isi. 

Der im Bereich der Kaviiai fur den Modul mil KlebstorY 
besehiehicte Kanenkorper 5 mil inicgricrter Indukiions- 
spule 3 wird in passender Lage aul' den Modul mit Trager 6 
und AnschluBsielle 2 aulgeseizi. Nun wird mit Hilfe des 
Heiz- und Drucksiempels 9 Druck und Wanue zugefuhrt. 
Dadurch erweichi die Klebeschichi 4. und Modul und Kar- 
lenkorper 5 werden so weii zusammengedrucki, bis Spule 3, 
eleklrisch leiiende Pariikcl 8 und AnschluBsielle 2 sich bc- 
ruhren und so eine Lot verbindung zustandekomnii. Gleich- 
zeiiig enisiehi eine Klebeverbindung zwischen Obcrflachc 
der Kanenkbrperkaviiai und dem Modul. AnschlieBend laBi 
man den KlebsiotV durch Urkallen ausharten. 

Auf die heschricbene Weise konnen die Verklehung von 
Modul und Kanenkorper und die Herstellung eleklrisch lei- 
iende r Verbindungen zuin koniakilosen Daieniibenragungs- 
sysiem in einem Schrin unier Verwendung bekannier Ver- 
fahren erfolgcn. 

Der in Fig. 7 gezeigie Schnin durch einen Iloimeli-I'ilm 
weist eine 1'ragerl'olie 41 aul. die mil einem HeiB- oder 
Schmelzkleber 42 beschichiei isi. Die Schichkliekc liegl im 
Bereich zwischen 2<l und SO uni. wobei je nach Kariemnale- 
rial wie ABS. PVC. K' o*lcr Pli'l' verschiedene Kleber zum 
liinsatz kommen. 

Der in Fig. 8 gezeigie prapariene T lei B- otter Schmelzkle- 
ber weisi Loehungen 43 fur die Aul nahmc des Chips sowie 
jeweils seiilich ungeordneie Abschnine 44 auf. die aus einer 
leiitahigcn Schichi oiier aus leiifahigen Pariikeln 416 besic- 
hen b/.w. diese enihalien. 

Diese Abschnine 44 konnen beispiclswcise I.oclumgen 
oiler Ausnehmungen sein. die mil I.oipasie verl'ulli wurden. 
Wie anhand der Fig. S erkennbar. isi der auf einer Trager fo- 
lic 41 belindliche HeiB- oder Schmelzkleber 42 konfekiio- 
nien. Auf diesen blisierartigen Foliensireifen kann das mil 
einem Chip 411 versehene Modul 410 (Fig. 10) betesiigi 
werden, urn dann in einem niichsicn Arbeiisgang das deran 
mil Tragerfolie 41 und HeiB- oder Schmelzkleber 42 verse- 
hene Modul 410 hin zur Ausnehmung 412 eines Kartenira- 
gers 413 zu posiiionieren (Fig. 10). 

Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispid wurden Lotku- 
geln mil einem Durchmcsser von 25 um auf die HeiB- oder 
Schmelzkleberschicht selekiiv aufgebracht, so daB in einem 
naehfolgenden Druck-Teniperaiur-ProzeB sowohl eine Lbt- 
verbindung zwischen den sich gegenuberliegenden Kon- 
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s^^M' die Loikugel ats auch die 
hl^^Rxlul und Karientraeer reali- 



taktflachen unter Ruckg( 
Klebevcrbindung zwischl 
sien werden kann. 

Bei dem in der Fig. 9 gezcigten HeiB- oder Schmelzkle- 
ber42 weisi dieser eine im Innern befindliche Schichl 45 aus 5 
leiifahigen Partikeln auf. In dem Falle. wenn die Konfigura- 
tion naeh Fig. 9 verwendet wird. sind erhaben ausgebildete 
Komaktflachen am Modul bzw. am Kanenirager in der 
Lage, beim Druck-Temperatur-BehandlungsschriH den in 
den halbflussigen Zusiand Libergehenden HeiB- oder 10 
Schmelzkleber zu verdrangen. urn so in Wirkverbindung mil 
den leiifahigen Partikeln der inneren Schichl zu treien. wo- 
durch sich die gewiinschie Koniaktierune ausbildei. 

Mil Hilte der Fig. 10, die eine prinzipielte Schniitdarsicl- 
lung durch einen Kanenirager 413 zeigl. weleher eine Aus- 15 
nehmung 412 aufweisi, soil nun das Verfahren zur Verbin- 
dungshersiellung erlauien werden. 

Der mil der praparierten HeiB- oder Schmelzkieber- 
schicht 42 versehene Modul 410, weleher einen Chip 411 
unifaBt. wird z. B. ntiftels eines geeignelen Werkzeuges in 20 
die Ausnehmung 412 posiiionieri. 

Konlaktflachen 414. die niit einer Induktionsspule zur 
koniakilosen Daienubermiitlung in Verbindung stehen. be- 
finden sich auf der inneren Oberflachcnseile der Ausneh- 
mung 412. Durch Ausubung einer Druckkrafi in Pfeilrich- 25 
lung sowie durch Temperaiureinwirkung erwarml sich der 
HeiB- oder Sehmelzkleber in der Schichl 42. Gleichzeitig 
siellen die leiifahigen Panikel 416. die sich in den Abschnii- 
len 44 bzw. in der Schichl 55 befinden. eine elekirische Ver- 
bindung zwischen den Konlaktflachen 414 und den eegen- 40 
iiberliegenden Konlaktflachen 415 des Moduls her. Mit dem 
lirkaltcn und Aushiinen des Klebers ergibi sich sowohl eine 
siehere much anise he Verbindung des Moduls 410 in ricr 
Ausnehmung 412 des Karientragcrs 413 als auch cine enl- 
spreehende elekirische Verbindung zwischen den Koniaki- J5 
lliichen 414 und 415. In <icm Falle. wenn beispielswcisc Ixii- 
pasic in Ausnehmungen oder Lochungen des HeiB- oder 
Sclimelzklebers 41 cingebrachi wird, dieni dicse zur Reali- 
sicrung der clekirischen Verbindung zwischen den sich ge- 
genuherliegcnden Kontakillachen 414 und 415. -w 

In eineni weiieren Ausfuhrungsbeispie! kann bei Verwen- 
dung einer I.oikugel im Kleberlilm wiihrend oder nach des 
Druck- Tcmperaiur-Einwirksehriiles zuslitzlich lokal Warme 
im Bcreich der Kontakiflaehen 414 und/odcr 415 zur Hin- 
wirkung gebrachi werden. so daB der gewiinschie LotprozeB 
voll/ogen w ird. 

Aus den voransiehend geschilderien Ausfuhrungsheispic- 
len wird deuilich. daB die leiifahigen Panikel oder die leiifa- 
hige Schichl sowohl im Innemdcr IleiBklebelolie befindlich 
sein kann. als auch oherflachenseiiig aulhringbar isi. Ein i'i- 
xieren einer oberllachenseiiig aufgebrachien Schichl oder 
von oberllachenseiiig angeordneien Pari ike In kann durch 
kur//eiiigc Wiiriuehchandlung erfolgen. wo* lurch die cni- 
sprcchcndcn Panikel am Kleber anhal'ien. Fur die Warme- 
hchandlung kann beispiclsweise auf eine beheizie Wal/e. s > 
die iiber die Folic geluhn wird. zuriickgegrilVen werden. 
wohei die Wyl/e auch gleichzeitig zum Aui'lragen der leiifa- 
higen Pariikc! nui/.bar isi. 

Bei dem in tier Fig. II gezeigicn Modul umfaBl dieser ei- 
nen C'hipirager 51 sowie einen auf dem Chipiragcr 51 durch 60 
Bondung hetesiigten Halbleiierchip 52. Der Chipiragcr 51 
kann voneinander isolicrie bzw. sirukturicnc Bcreiche um- 
lasscn, die mil enisprcchendcn Konlaktflachen des Halblei- 
terchips 52elektrisch verbunden sind. Diese elekirische Ver- 
bindung kann durch Drahtbondcn crzieli werden, jedoch be- 65 
siehi auch die Moglichkeii. den Halbleiterchip 52 durch 
Ruckseiicnkoniakte unmiitelbar mil dem Chtpirager 51 
elekirisch zu verbinden. 
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Aut dem Cq^^Hcr 51 isi ein zweiteiligcr Versieilungs- 
rahnien 53 angMKei. der isoliene Abschnine 54 aufweisi. 
Die beiden Teile des Verstcifungsrahmcns 53 bilden jeweils 
Konlaktflachen: beim gezcigten Beispiel geniaB Fig. 1 1 und 
12 in eineni Seitenbereich 55 befindlich. 

Die Seitenbereiche 55. aber auch die ubrigen Scilenfla- 
chen des Versieifungsrahmens 53 konnen Miticl zum Erzie- 
len einer Snap-In- Verbindung beim Einscizen des Moduls in 
einer Ausnehmung eines Karteniragers fJFig. 12) aufweisen. 

Bei eineni Ausfiihrungsbeispiel isi der Chipiraeer 51 mil 
dem Versteifungsrahnien 53 als einsliickiges Teil gefertigi. 
Alternativ konnen jedoch die Teile oder Abschnine des Ver- 
sieifungsrahtnens 53 auf dem Chipiragcr 51 unier Erhalt der 
gewiinschten elektrischen und mechanisehen Verbindung 
durch Ldlcn oder dergleichen angeordnct werden. Die zur 
Einsaizseite zeigenden Flachen 56 des Verstcifungsrahmens 
53 konnen oberfiachenseiiig mit einem Klebemittel. insbe- 
sondere HeiBklebeniittel versehen sein. so daB eine sicherc 
mechanische Verbindung des Moduls erreicht wird. ohne 
daB von den Kontakt- und Gegenkontakt flachen 55; 513 zu 
groBe Krafte aufgenommen werden miissen. 

Mit Hilfe der Fig. 12 sei das Einsetzen des Moduls mit 
Versieifungsrahmen naher erlautcrt. 

Eine IC-Karte 510 weist eine Ausnehmung 511 auf. die 
beispielsweise durch Frasen hergestellt sein kann. Im Tnne- 
ren der IC-Kane 510 befinden sich Leiterbahncn 512, die 
z. B. Teile eines indukliven Elenientes zum drahtlosen In- 
formationsaustausch sein konnen. Diese Leiterbahncn 512 
reichen bis zur Ausnehmung 511 hin und besitzen eine Ge- 
genkontaktrlache 513. Diese Gegenkoniaktflache 513 bildet 
beim Einscizen des Moduls 514 in die Ausnehmung 511 der 
IC-Karte 510 mit dem Versteifungsrahnien 53 bzw. den je- 
weiligen Seiienbereichen 55 einen Kontakt aus. 

Wie bereiis zur Fig. 1 1 erlauien. konnen die Seiicnberei- 
che 55 des Versteifungsrahmens 53 mil Rastnasen oder Vor- 
sprungen versehen sein. die mit den enisprechcnden Aus- 
nehmungen im Bcreich der Seiienflachen der Ausnehmung 
511 in der IC-Karie 510 zusanimenwirki. (Tier isi auch ein 
umgekehnes Prinzip denkbar. d. h. es werden Vorsprunge 
und Rasinascn in der IC-Karte 510 ausgebildet. die mil Nu- 
len. Rillcn oder Ruckspriingen im Versieifungsrahmen 53 
des Moduls 514 zusammenwirken. 

In dem Falle. wenn vor dem Einscizen des Moduls 514 
der Seitenbereich 55 zumindesi im Abschnitl der Koniakl- 
llaehen mil einem Loimiitel versehen wird. oder Iaji- bzw. 
FluBmiiiel auf die Gegenkontakiflaehen 513 aufgebrachi 
wird. kann nach dem Hindrticken oder Einprcssen des Mo- 
duls 514 in die Ausnehmung 511 der IC-Kane 510 zusiiiz- 
lieh gezieli durch Loisicmpcl/Warme auf den Versieifungs- 
rahmen 53 aufgebrachi werden. so daB im Bcreich der Ver- 
bindung zwischen Koniaki flachen 55 und Gegenkontakillii- 
chen 513 eine Eoiung moglich wird. 

Bc/ujjszeiehenlisie 

1 Chipkarie 

2 AnschluBsielle 

3 Mittel zur koniakilosen Daieniibertragune 

4 Klebschicht 

5 Kartenkorper 

6 Kunststofflrager 

8 Lotkugeln 

9 Heiz-Druckstempel 

10 Aniennenschicht 

11 Triiger 

12 Beschichtung 

13 Antennenbahn 

14 Antennenbahn 
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15 Antcnnenbahn 

16 Lotauftrag 

17 Lotauftrag 

18 obere Deckschicht 

19 umere Deckschicht 

20 Chipkoniaki 

21 Chipkontakt 

22 Zugangsflache 

23 Zugangsfiaehe 

24 Ausnehniung 

25 Chip mil Trager 

26 IC 

27 VerguB masse 

28 AnschluBdraht 

29 AnschluBdraht 

30 Trageniiaterial 

31 Antennenkontakt 

32 Antennenkontakt 

33 AuBenkontakt 

34 AuBenkontakt 

35 Bohrung 

36 Bohrung 

41 Tragerfolie 

42 HeiB- oder Schmelzkleber 

43 Lochung fur Chip 

44 Abschnitte 

45 innere Schicht 

410 Modul 

411 C:hip 

412 Ausnehniung 

413 Kanen trager 

414 Koniaktilachen Kartcni racer 

415 Kontaktllachen Modul 

416 leitfahigc Partikel 

51 Chipirager 

52 llalbleiicrehip 

53 Versteifungsrahmen 

54 isoliene Abschnine 

55 Sciienbcrcich. Koniakillaehen 

56 Hachcn 

510 IC-Karie 

511 Ausnehniung 

512 I.eiicrbahnen 

513 (iegenkoniakt Hiichen 

514 NWdul 

Paieni anspruche 



1. Chipkarie. unil'assend 

eincn Kjnenkiirper. eine jus diesem herausgeurbeiieie >o 
Ausnehniung (24). einen Chip (25) mil Antenncnkon- 
ukien (31. 32) /.uin AnschluB einer Anienne. eine An- 
lennen^-hichi ( 11. 12) mil Anienneneinrichiungen. ins- 
hcM'nilcrc einer Spule im Kartcnkorper. uclchc Chip- 
koniakie (20. 21) /.uin AnsehlicBen des Chips 1 25) jul- 55 
ueisi. wobci die Chipkoniaktc (20. 21) verdiekie Ab- 
schnine 1 16. 17) aui'weisen. die im Karienkorper einge- 
hciiei und niindesiens abschniusweise heim tlerausar- 
heiien h/,w. Ileraustriisen der Ausnehniung (24) abge- 
irauen sind und wobei die Aniennenkontakte (31. 32) 
mil den Chipkoniakien (20. 21 ) leitend verbunden sind. 

2. Chipkane naeh Anspruch 1. dadurch gekennzeich- 
net. dalS die verdickien Abschnine ( 16. 17) aus < Weich- 
) Loi bestehen. 

3. Chipkane naeh einem der vorhergehenden Ansprii- 65 
che. dadurch gekennzeichnet. daB die Aniennenkon- 
lakie (31. 32) mil den Chipkontakien (20. 21) durch 
I.oten verbunden sind. 
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4. ChipH^hach eincm der vorhergehenden Anspru- 
che. dadurch gekennzeichnet. daB der Chip (25) auf 
seiner der Antennenschiehl (11. 12) abgewandlen Seiie 
zusatzliche Koniakte (33. 34) zum direkien Anschlie- 
Ben aufweisi. 

5. Chipkane naeh einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet. daB der Kartcnkorper 
niindesiens zwei Deckschichtcn (18. 19) unifaBi, zwi- 
schen dencn die Antennenschiehl (11, 12) einlaminien 
ist. 

6. Chipkane naeh einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet. daB der Chip (25) eincn 
Trager (30) mil kanenauBenseitigen Kontaktllachen 
(33, 34) umfaBl. und daB die Antennenkontakie (31. 
32) von Durchkontaktierungsabschniiten gcbildet sind. 
welche den Trager (30) durchquercn. 

7. Chipkane naeh einem der Anspruche 1-5. dadurch 
gekennzeichnet. daB der Chip (25) einen Trager (30) 
mil kaneninnenseiiigen Koniaktflachen (31. 32) um- 
faBt. 

8. Chipkane naeh Anspruch 7. dadurch gekennzeich- 
net. daB die Antennenkontakie (31. 32) direkt oder iiber 
Offnungen (35. 36) von auBen zuganglich. insbeson- 
dere erwarmbar sind. 

9. Chipkane naeh einem der Anspruche 1-5. dadurch 
gekennzeichnet, daB der (.'hip (25) einen beidseiiig be- 
schichieten Trager umfaBl. 

10. Chipkane naeh einem der Anspruche 6. 7 oder 9. 
dadurch gekennzeichnet. daB der Trager (30) und/oder 
die auf ihm angebrachlen Kontakiflachen (33. 34) im 
Bercich der Chipkontakte (20. 21) Offnungen (35. 36) 
aufweison. 

11. Verfahren zum Herstellcn einer Chipkane. u tufas- 
send die Schritte 

a) auf einer Antennenschiehl wird eine Anienne 
mil Chipkontakien zum AnschluB eines Chips ge- 
bildeu 

b) auf den Chipkontakien werden verdiekie Ab- 
schnine gcbildei; 

c) ein Karienkorper wird dcrart gcbildet. daB die 
Antennenschiehl und die Chipkoniakie ein- 
schlieBlich der verdickien Abschnine vollsiiindig 
von Karienmatcrial bedeckl sind; 

d) eine Ausnehmung wird im Karienkorper deran 
gebildei. daB die verdickien Abschnine niinde- 
siens icilweise abgetragen und dadurch frcigelegl 
werden: 

e> ein ('hip. unil'assend einen Trager mil Anien- 
nenkontakien wird die Ausnehniung eingesetzl: 
f) die Anicnnenkoniakie werden mil den Chip- 
koniakicn elekiriseh leiiend verbunden. 

12. Verfahren naeh Anspruch 11. dadurch gekenn- 
/eiehnei. daB der Schrin a) einen Ai/.vorgang umfaBl. 

13. Verfahren naeh Anspruch 11. dadurch gekenn- 
/.eichnei. daB im Schrin b) Material in einem clekiro- 
cheniischen Vorgang aufgeiragen wird. 

14. Verfahren naeh Anspruch 11. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB im Schrin b) Material durch einen Loi- 
vorgang aufgetragen wird. 

15. Verfahren naeh Anspruch li. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB der Schrin c) einen Laminierungsvor- 
gang umfaBl. 

16. Vcrt'ahren naeh Anspruch 15. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB im Schrin c) die Antennenschiehl zwi- 
schen niindesiens zwei Deckschichten einlaminien 
wird. 

17. Verfahren naeh Anspruch 11. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB im Schrin d) die Ausnehmung durch Frii- 
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sen gebiktet wird. 

IS. Verfahren nac^^Rpruch 11. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB im ScrfflTe) der Chip mil Trager in der 
Ausnehmung fcstgeklebi wird. 

19. Verlahren nach Anspruch 18. dadurch gekenn- 5 
zeichnet. daB der Chip mil Trager minels Schmelzkle- 
ber in der Ausnehmung festgeklebt wird. 

20. Verlahren nach Anspruch 11. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB im Schriu f) die Anlennenkomakle mil 
den Chipkontakten verlotei werden. 10 

21. Verlahren nach Anspruch 20. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB beim Verloten Wanne miuets eines von 
auBen aufgeseizien Werkzeuges zugetuhrt wird. 

22. Verlahren nach Anspruch 20. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB beim Verloien Wanne durch Strahlung. 15 
insbesondere einen ER-Lascr zugetuhrt wird. 

23. Verlahren nach Anspruch 20. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB beim Verloien Wiirnie durch mcchani- 
sche Bewegung. insbesondere Ultraschallschwingun- 
gen zugetuhrt wird. :o 

24. Chipkarte (1) fur die kontaktlose und/oder kon- 
taktbehafiete Daienubenragung. welche einen Modul 
mil Halbleiterchip. einen Kontaktkorper sowie An- 
schluBstellen (2) und wenigslens ein Mittel (3) tur die 
kontaktlose Datenubertragung umfaBt. dadurch ge- -5 
kennzeichnci. daB die elektrisch leiiende Verbindung 
zwischen AnschluBslellen (2) und dem Mittel t3) fur 
die kontaktlose Datenubertragung mittels Loten hcrge- 
stelli isi. 

25. Chipkarte nach Anspruch 24. dadurch gekenn- Mi 
zeichnet. daB das Mittel (3) fur die kontaktlose Daten- 
ubertragung cine Induktionsspule ist. 

26. Chipkarte nach einem der Anspriiehe 24 oder 25. 
dadurch gekennzeichnet. daB das Mittel (3) fur die kon- 
taktlose Datenubertragung im Bereich des Kanenkor- <5 
pers i5) angeordnei. bcispielsweise auf diescn aufge- 
drucki oder aufgcklebt oder in diescn integriert ist. 

27. Chipkarte nach einem der Anspriiehe 24 bis 26, 
vhdurch gekennzeichnet. daB die AnschluBslellen (2) 
erhaben auf einer Oberlliiche eines Tragers (6). welchcr ■«> 
den Halbleiterchip und die Kontaktflachen fur die kon- 
lakibehafiete Datenubertragung tragt. angcordnet sind. 
2S. Chipkarte nach Anspruch 27. dadurch gekenn- 
zeichnei. daB die AnschluBslellen (2) auf der Oberlla- 
che des Tragers l6> angeordnei sind. welche den Ilalb- 45 
leiierchip tragi. 

29. Chipkarte nach Anspruch 27 oder 28. dadurch ge- 
kennzeichnei. daB die AnschluBslellen (2) aus Metall 
bestehen. 

30. Chipkarte nach einem der Anspriiehe 27 bis 29. 50 
dadurch gekenn/eichnei. daB die AnschluBslellen (2) 1 
bis 20 pm iiber die Oherlluehe des Tragers (6) vorsie- 
hen. 

31. Chipkarte nach einem der Anspriiehe 24 bis Ml 
tladurcii gekenn/eichnei. daB 1'iir die Verbindung ein 55 
IleiB- v\ler Schmel/.klcbsiolV (4>. insbesondere ein 
Klebstoff auf Phenolhar/.- Basis eingeseizt ist. welchem 

im Bereich der AnschluBsielle (2) elektrisch leit- und 
loilahige Partikei (8) heigemcngt sind oder diese auf 
die Klehsioffschieht aufgebracht sind. 60 

32. Verlahren /.urn Ilerstellen einer Chipkarte nach ei- 
nem der Anspriiehe 24 bis 3 1 . dadurch gekennzeichnet. 
daB ein Klebstoff (4) im wcsenilichen im Bereich der 
gesamten Obcrtlache des Chipkartenmoduls. der in den 
Karienkorper (5). welche das Mittel (3) fur die koniakt- 65 
lose Daienubenragung tragi, iniplantien werden soli, 
aufgetragen wird. wobei leit- und lotfahige Partikei (8). 
die selekiiv im Klebstoff (4) ein- oder aufgebracht sind. 
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itn Bere r AnschluBslellen (2) posiiionien wer- 
den. 

33. Verfahren nach Anspruch 32. dadurch gekenn- 
zeichnet. die Verbindung von AnschluBslellen (2) und 
Mittel (3) fur die koniakilose Datenubertragung sowie 
von Karienkorper (5) und Trager (6), welcher einen 
Halbleiterchip und Kontakiflachen tur die kontakibe- 
hafteie Datenubertragung tragi, durch einen einzigen 
gemeinsamen Druck-Temperaiur-Einwirkungsschritt 
erfolgt. 

34. Verfahren zur Herstellung einer elektrischen und 
mechanischen Verbindung eines in einer Ausnehmung 
eines Kanentragers einer Chipkane eingesetzten Mo- 
duls unter Verwendung eines HeiB- oder Schmelzkle- 
bers, 

dadurch gekennzeichnet. dafi 

~ die auf einem folienanigen Trager betindliche. 
nicht leitende HeiB- oder Schmelzkleberschichi 
im Bereich auszubildender elektrischer Kontakte 
zwischen Modul und Kanentrager mil einer zu- 
satzlichen leittahigen Schicht oder leittahigen 
Panikeln versehen ist, 

- anschlieBend die so vorbereitete HeiB- oder 
Schmelzkleberschichi am Modul oder in der Aus- 
nehmung des Kanentragers fixiert wird, wobei die 
mit der zusatzlichen leittahigen Schicht oder den 
leittahigen Panikeln versehenen Abschnitte sich 
zwischen den Kontaktflachen des Moduls und der 
Ausnehmung des Kanentragers befindet und 

- weiterhin in einem einzigen Druck-Tempera- 
lur-Einwirkungsschriti sowohl die mechanische 
Verbindung zwischen Modul und Kartenlrager als 
auch die elekirische Koniaktierung realisien wird. 

35. Verfahren nach Anspruch 34. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB je nach gegebenem Material des Kartcn- 
tragcrs und des Moduls geeigncie HeiB- oder Schmclz- 
kleber ausgewahlt und diese hinsichtlich ihrer Schiehi- 
dicke und Auswahl der leiifiihigen Partikei fiir den jc- 
wciligen Itinsatzlall individual praparicri werden. 

36. Verfahren nach Anspruch 34 oder 35. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die leittahigen Partikei oder die leit- 
fahige Schicht mittels Dispenser. Walzc oder Stcmpcl 
lokal, gegebencnfalls millels einer Maske aufgebracht 
werden. wobei durch glcichzeitige oder anschlieBende 
kurzzcitige Warmebehandlung die Partikei oder die 
Sehichtbesiandtcile mil der Kleberschicht hafiend vcr- 
bunden werden. 

37. Verfahren nach einem der voriiergchenden An- 
spriiehe. dadurch gekennzeichnet. daB als leitfahige 
Partikei Lotkugeln eingeseizt werden. 

38. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiehe. dadurch gekennzeichnet. daB in die HeiB- 
oder Schmelzkleberschichi Ausnehmungen oiler I.o- 
chungen eingebracht werden. welche mil leiifiihigen 
Panikeln verfiilh sind. 

39. Verfahren nach Anspruch 38. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB als leitfahige Partikei Lotpasie eingeseizt 
wird. 

40. Verbindungsmittel zur Durchfiihrung des Vertah- 
rens nach einem der Anspriiehe 34 bis 39. gekenn- 
zeichnet durch ein auf einer Tragerfolie (41) betindli- 
che nicht leitende HeiB- oder Schmelzkleberschicht 
(42). welche im Bereich herzustellender elektrischer 
Kontakte Abschnitte (44) mil leittahigen Panikeln 
(416) oder eine leitfahige Schicht aufweist. 

41. Verbindungsmittel nach Anspruch 40. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die Abschnitte (44) aus mit Lot paste 
oder HeiBkleber verfullten Ausnehmungen oder Lo- 
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chuntien der HeiB- ^■thinelzkleberfolie bestehen. 

42. Verbindunesmitilmch Anspruch 40. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sich die leitfahigen Abschnine (44: 
45) im Innern einer hei Temperaiur- und Druekeinwir- 
kung verdrangbaren HeiB- oder Schmelzklebersehiehi 
beftnden. 

43. Verbindungsmiuel nach Anspruch 40, dadurch ge- 
kennzeichnct. daB die Verbindung mittels vorab autge- 
brachieiu. gewalztem Loidraht reaiisien isi. 

44. Verfahren zuni Hersiellen einer Chipkane. wobei 
ein auf einem Modul befindlicher Halbleiterchip in ei- 
ner Ausnehmung eines Kartentragers unier Erhali einer 
elekirischen und niechanischen Verbindung eingesetzt 
wird. dadurch gekennzeichnei. daB der in die Karien- 
ausnehmung zu implantierende Modul zur Einsaizseile 
hin mil einem leitfahigen Versieifungsrahmen mil Kon- 
laktflachen versehen wird. wobei diese Kontakiflachen 
mil in der Ausnehmung des Kartentragers beftndlichen 
CJegenkontaktrlachen elektrisch verbunden werden. 

45. Verfahren nach Anspruch 44. dadurch gekenn- 
zeichnei. daB die Verbindung zwischen KoniakiHachen 
des Rahniens und Gegenkoniaklflaehen der Ausneh- 
mung stotT-. kraft- und/oder fomtschlussig erfolgi. 

46. Verfahren nach Anspruch 45. dadurch gekenn- 
zeichnei. daB der mil dem Versieifungsrahmen verse- 
hene Modul in die Kartenausnehmung zuni Erhalt der 
niechanischen Verbindung sowie der elekirischen Kon- 
takiierung eingepreBl wird. 

47. Verbindungsanordnung zur Herstellung einer 
("hipkanc. bestehend aus einem Modul mil einem 30 
Ilalbleiierchip sowie einem Kartentragcr mil Ausneh- 
mung zur Aufnahme des Moduls, dadurch gekenn- 
zeichnei. 

daB auf der Hinsaizseiie des Moduls (514) ein leitlahi- 
ncr. voneinander isoliene Abschmite uufweisender 
Versieifungsrahmen (53) ausgebildet isi. welcher mil 
Anschlusscn des Ilalbleiierchips (52) elektrisch ver- 
bunden isi. wobei der Versieifungsrahmen (53) Kon- 
ukillachen (55) aufweisi. und 

daB in der Ausnehmung (511) des Kartentragers (510) 
(icgenkontakillaehen (5131 eingefonui sind. wobei 
heiin Hinsei/.endes Moduls (414) die Kontakt- undOe- 
..enkoniakiflaehen (55; 513) in Prclisirz zueinander ge- 
lungen und/oder siol'fschliissig und/oder forinschlussig 
verbunden sind. 

4S. Verbindungsanordnung nach Anspruch 47. da- 
durch gekennzeichnei, daB der Versieifungsrahmen 
1 53 1 auBcnrandsciiig des Moduls (514) angeordnei isi 
und cine im weseniliehcn quadraiische oder rechiek- 
kigc I Wiii aufweisi. 
4<J. Verbinduni:sanordnung nach Anspruch 47 otter 48, 
dadurch gekenn/eichnei. daB der Versieifungsrahmen 
i53i sciiliehe Vorspriingc odor Rastnasen aufweisi. die 
mil an Sciienwiinden der Ausnehmung (511) belindli- 
chen Uiickspriingen oder N'uien zusammenwirken. 55 

50. Verbindungsanordnung nach einem der Anspruche 
47 hi> -i 1 ). dadurch gekennzeichnei. daB die Uegenkon- 
ukillachen (513) in den Sciicnnaehcn der Ausneh- 
mung (511) helindlieh sind und Vorsprungc oder Rast- 
nasen aulueisen. die mil korrespondicrenrien Ausneh- 60 
mungen im Versteifungsrahmen (33) /.usammenwir- 
ken. 

5 1 . Verbindungsanordnung nach einem der Anspruche 
47 bis 4 ( ;. dadurch gekennzeichnei. daB der Verstei- 
I'untisrahmen (53) iniegral mil einem Chiptriiger (51) 
ausgehildci isi. wobei die voneinander isolierien Kon- 
lakillachen des Verbindungsrahniens (53) mil jeweili- 
gen Chipkontakien oder Bondttiichen in Verbindung 
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stehen. 
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